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Installing the Memory Mezzanine
Assembly

This installation guide describes procedures for installing the memory mezzanine
assembly in the SPARC Enterprise™ T5240 server.

The memory mezzanine assembly provides additional memory capacity for the
server.

This guide contains the following sections:

■ “Contents of Memory Mezzanine Assembly Kit” on page 1

■ “Tools Required” on page 2

■ “Electrostatic Discharge Safety Measures” on page 2

■ “Preparing the System” on page 3

■ “Installing the Memory Mezzanine Assembly” on page 3

■ “Returning the System to Service” on page 6

■ “Verifying Proper Installation” on page 7

■ “FB-DIMM Configuration Reference” on page 7.

Contents of Memory Mezzanine
Assembly Kit
The memory mezzanine kit contains the following components:

■ Memory mezzanine assembly

■ Eight FB-DIMM filler panels (installed on the memory mezzanine assembly)

■ Mezzanine air duct (installed on the memory mezzanine assembly)
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■ Auxiliary air baffle

■ Antistatic wrist strap

■ Shipping bracket (used for possible future shipment of the server when the
memory mezzanine is installed)

Note – The memory mezzanine assembly kit does not contain any FB-DIMMs. You
must obtain the FB-DIMMs separately. FB-DIMM upgrade kits are available under a
different part number. See your sales representative for more information.

Tools Required
The following tools are required for this procedure:

■ Antistatic wrist strap

■ No. 2 Phillips screwdriver

Electrostatic Discharge Safety Measures
Devices sensitive to electrostatic discharge (ESD), such as the motherboards, PCI
cards, hard drives, and memory cards, require special handling.

Caution – Circuit boards and hard drives contain electronic components that are
extremely sensitive to static electricity. Ordinary amounts of static electricity from
clothing or the work environment can destroy the components located on these
boards. Do not touch the components along their connector edges.

Caution – You must disconnect both power supplies before servicing any of the
components documented in this guide.
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Using an Antistatic Wrist Strap
Wear an antistatic wrist strap and use an antistatic mat when handling components
such as hard drive assemblies, circuit boards, or PCI cards. When servicing or
removing server components, attach an antistatic strap to your wrist and then to a
metal area on the chassis. Following this practice equalizes the electrical potentials
between you and the server.

Using an Antistatic Mat
Place ESD-sensitive components such as motherboards, memory, and other PCBs on
an antistatic mat.

Preparing the System

Caution – This procedure requires that you handle components that are sensitive to
static discharge. Static discharges can cause the component failures. To avoid this
problem, ensure that you follow antistatic practices as described in “Electrostatic
Discharge Safety Measures” on page 2.

Perform the following tasks, as described in the SPARC Enterprise T5140 and T5240
Servers Service Manual:

1. Power off the server.

2. Extend the server into the maintenance position.

3. Remove the top cover.

Installing the Memory Mezzanine
Assembly
1. Remove the motherboard air duct from the system as follows:

a. Open the motherboard air duct.
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b. Press the air duct tabs toward the center of the system to disengage the tabs
from the chassis bulkhead.

c. Lift the air duct up and out of the system.

The motherboard air duct will be replaced with the auxiliary air baffle that
shipped with the memory mezzanine assembly. The motherboard air duct will
no longer be needed.

2. Install any additional FB-DIMMs on the motherboard.

The motherboard FB-DIMM slots must be fully populated before you add any
additional FB-DIMMs with the memory mezzanine assembly. See “FB-DIMM
Configuration Reference” on page 7.

3. Remove four plastic fillers from the connectors on the motherboard to which
the mezzanine assembly will connect.

4. Install the auxiliary air baffle into the system.

Press the air baffle tabs toward the center of the system to fit the tabs to the
brackets in the chassis bulkhead.

5. Remove the memory mezzanine assembly from its packaging and place the
memory mezzanine assembly on an antistatic surface.

6. Remove the mezzanine air duct from the memory mezzanine assembly.

7. Open the memory mezzanine assembly latches.

Rotate the levers toward each other, above the mezzanine assembly.

8. Install FB-DIMMs on the memory mezzanine assembly.

See “FB-DIMM Configuration Reference” on page 7.

If you are installing 16 FB-DIMMs, remove all 8 FB-DIMM filler panels. If you are
installing 8 FB-DIMMs, leave the filler panels in place, and install the FB-DIMMs
in the 8 empty connectors.

9. Install the memory mezzanine assembly into the chassis as follows:

a. Ensure that the memory mezzanine assembly latches are open (FIGURE 1, part
1).

Rotate the levers toward each other, above the mezzanine assembly.

b. Lower the mezzanine assembly onto the motherboard while ensuring that
the connectors between the mezzanine assembly and the motherboard are
aligned correctly (FIGURE 1, part 1).

c. Close the memory mezzanine assembly latches to lock the memory
mezzanine assembly into the system (FIGURE 1, part 2).

Rotate the levers away from each other until they snap into place in the
chassis.
4 Memory Mezzanine Assembly Installation Guide • December 2009



FIGURE 1 Installing the Memory Mezzanine Assembly

10. Install the memory mezzanine air duct as shown in FIGURE 2.

FIGURE 2 Installing the Memory Mezzanine Air Duct

11. Ensure that the mezzanine assembly is fully and evenly seated across the width
of the assembly.

Place the fingertips of both hands across the midsection of the flat part of the air
duct and press down firmly and evenly with as shown in FIGURE 3.
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FIGURE 3 Ensuring That the Memory Mezzanine Assembly is Fully and Evenly Seated

12. (Optional) Install the shipping bracket.

The shipping bracket is secured with two captive No. 2 Phillips screws.

The shipping bracket must be installed if you ship the server with the mezzanine
assembly installed. The server will operate with or without the shipping bracket
installed.

Returning the System to Service
Perform the following steps, as described in the SPARC Enterprise T5140 and T5240
Servers Service Manual:

1. Install the top cover.

2. Slide the system back into the rack.

3. Attach the power cables.

4. Power on the server.
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Verifying Proper Installation
1. Verify that there are no Fault LEDs lit when the system is powered on.

2. Access the system console using the ILOM interface.

See the SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Service Manual for additional
instructions.

3. Use the ILOM show faulty command to verify that there are no memory
faults.

FB-DIMM Configuration Reference
Observe the following FB-DIMM configuration rules:

■ 16 slots hold industry-standard FB-DIMM memory modules on the motherboard.

■ An additional 16 slots are available through a memory mezzanine assembly.

■ All FB-DIMMs in the system must be the same density (same type).

■ FB-DIMM slots must be fully populated on the motherboard before adding
additional memory with the memory mezzanine assembly.

Use these FB-DIMM configuration rules, FIGURE 4, and TABLE 1 to help you plan the
memory configuration of your server.

The memory mezzanine assembly supports the following configurations:

■ 24 FB-DIMMs (Groups 1, 2, 3, and 4) (fully populated motherboard + 8 FB-DIMM
slots in the memory mezzanine assembly)

■ 32 FB-DIMMs (Groups 1, 2, 3, 4, and 5) (fully populated motherboard + fully
populated memory mezzanine assembly)

-> show faulty
Target              | Property               | Value
--------------------+------------------------+--------------------------------
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FIGURE 4 FB-DIMM Configuration (Memory Mezzanine Assembly)

TABLE 1 describes the FB-DIMM FRU names and installation order. Memory
mezzanine assembly FB-DIMMs are shaded.

TABLE 1 FB-DIMM Configuration (SPARC Enterprise T5240)

Branch Name Channel Name FRU Name
FB-DIMM
Connector

FB-DIMM
Installation
Order*

CMP 0,
Branch 0

Channel 0 /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 J0500 1

/SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D1 J0600 2

Channel 1 /SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D0 J0700 1

/SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D1 J0800 2

CMP 0,
Branch 1

Channel 0 /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 J0900 1

/SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D1 J1000 2

Channel 1 /SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D0 J1100 1

/SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D1 J1200 2
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CMP 1,
Branch 0

Channel 0 /SYS/MB/CMP1/BR0/CH0/D0 J1800 1

/SYS/MB/CMP1/BR0/CH0/D1 J1900 3

Channel 1 /SYS/MB/CMP1/BR0/CH1/D0 J2000 1

/SYS/MB/CMP1/BR0/CH1/D1 J2100 3

CMP 1,
Branch 1

Channel 0 /SYS/MB/CMP1/BR1/CH0/D0 J2200 1

/SYS/MB/CMP1/BR1/CH0/D1 J2300 3

Channel 1 /SYS/MB/CMP1/BR1/CH1/D0 J2400 1

/SYS/MB/CMP1/BR1/CH1/D1 J2500 3

CMP 0,
Branch 0

Channel 0 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH0/D2 J0201 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH0/D3 J0301 4

Channel 1 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH1/D2 J0401 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH1/D3 J0501 4

CMP 0,
Branch 1

Channel 0 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH0/D2 J0601 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH0/D3 J0701 4

Channel 1 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH1/D2 J0801 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH1/D3 J0901 4

CMP 1,
Branch 0

Channel 0 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH0/D2 J0201 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH0/D3 J0301 5

Channel 1 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH1/D2 J0401 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH1/D3 J0501 5

CMP 1,
Branch 1

Channel 0 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH0/D2 J0601 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH0/D3 J0701 5

Channel 1 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH1/D2 J0801 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH1/D3 J0901 5

* Upgrade path: DIMMs should be added with each group populated in the order shown.

TABLE 1 FB-DIMM Configuration (SPARC Enterprise T5240) (Continued)

Branch Name Channel Name FRU Name
FB-DIMM
Connector

FB-DIMM
Installation
Order*
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SPARC Enterprise™ T5240 サーバ用
メモリーメザニンキット

インストレーションガイド
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メモリーメザニンキットの取り付け

このインストレーションガイドでは、メモリーメザニンキットを SPARC 
Enterprise™ T5240 サーバに取り付ける手順について説明します。

メモリーメザニンキットは、サーバに追加のメモリー容量を提供します。

このマニュアルは、次の節で構成されています。

■ 2 ページの「メモリーメザニンキットの内容」

■ 2 ページの「必要な工具類」

■ 2 ページの「静電放電に対する安全対策」

■ 3 ページの「システムの準備」

■ 4 ページの「メモリーメザニンキットの取り付け」

■ 7 ページの「システムの再稼働」

■ 7 ページの「適切な取り付けの確認」

■ 8 ページの「FB-DIMM 構成の参照」
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メモリーメザニンキットの内容
メモリーメザニンキットには、次のコンポーネントが含まれています。

■ メモリーメザニンキット

■ FB-DIMM のフィラーパネル 8 枚 (メモリーメザニンキットに取り付ける)

■ メザニンのエアダクト (メモリーメザニンキットに取り付ける)

■ 補助エアバッフル

■ 静電気防止用リストストラップ

■ 出荷用留め具 (メモリーメザニンが取り付けられているサーバを、将来的に運搬す
る可能性がある場合に使用)

注 – メモリーメザニンキットには、FB-DIMM は含まれていません。FB-DIMM は個
別に入手する必要があります。FB-DIMM アップグレードキットは、別のパーツ番号
で入手できます。詳細は、ご購入先にお問い合わせください。

必要な工具類
この手順では、次の工具類が必要です。

■ 静電気防止用リストストラップ

■ プラスのねじ回し (Phillips の 2 番)

静電放電に対する安全対策
マザーボード、PCI カード、ハードドライブ、メモリーカードなど、静電放電 (ESD) 
に弱いデバイスには、特別な対処が必要です。

注意 – 回路基板およびハードドライブには、静電気に非常に弱い電子部品が組み込
まれています。衣服または作業環境で発生する通常量の静電気によって、これらの
ボード上にある部品が損傷を受けることがあります。部品のコネクタエッジには触れ
ないでください。
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注意 – このマニュアルに記載されたコンポーネントの保守を行う前に、両方の電源
装置を切り離してください。

静電気防止用リストストラップの使用

ハードドライブ構成部品、回路基板、PCI カードなどのコンポーネントを取り扱う場
合は、静電気防止用リストストラップを着用し、静電気防止用マットを使用してくだ
さい。サーバコンポーネントの保守または取り外しを行う場合は、静電気防止用スト
ラップを手首に着用し、シャーシの金属部分に取り付けます。これによって、作業者
とサーバの間の電位が等しくなります。

静電気防止用マットの使用

マザーボード、メモリー、その他の PCB など、ESD に弱いコンポーネントは静電気
防止用マットの上に置いてください。

システムの準備

注意 – この手順では、静電放電に弱いコンポーネントを取り扱う必要があります。
静電放電は、コンポーネントの障害の原因となる可能性があります。この問題を防止
するため、2 ページの「静電放電に対する安全対策」の静電気防止対策に必ず従って
ください。

『SPARC Enterprise T5140 および T5240 サーバサービスマニュアル』の説明に従っ
て、次の作業を実行します。

1. サーバの電源を切ります。

2. サーバを保守位置まで引き出します。

3. 上部カバーを取り外します。
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メモリーメザニンキットの取り付け
1. 次の手順に従って、システムからマザーボードのエアダクトを取り外します。

a. マザーボードのエアダクトを開けます。

b. エアダクトの爪をシステムの中央に向かって押して、シャーシのバルクヘッド
から爪を外します。

c. エアダクトを持ち上げてシステムから外します。

マザーボードのエアダクトは、メモリーメザニンキットに付属している補助エ
アバッフルに交換されます。マザーボードのエアダクトは不要になります。

2. マザーボードに追加の FB-DIMM を取り付けます。

メモリーメザニンキットを使用して FB-DIMM を追加する場合は、その前にマ
ザーボードのすべての FB-DIMM スロットに FB-DIMM が構成されている必要が
あります。8 ページの「FB-DIMM 構成の参照」を参照してください。

3. メザニン構成部品を接続するマザーボードのコネクタから 4 枚のプラスチック製
フィラーパネルを取り外します。

4. 補助エアバッフルをシステムに取り付けます。

エアバッフルの爪をシステムの中央に向かって押して、シャーシのバルクヘッド
の留め具に爪をはめ込みます。

5. メモリーメザニンキットをパッケージから取り出して、静電気防止用マットの上
にメモリーメザニンキットを置きます。

6. メモリーメザニンキットからメザニンのエアダクトを取り外します。

7. メモリーメザニンキットのラッチを開きます。

メザニン構成部品の上側にくるように、レバーを互いに向かって回転させます。

8. メモリーメザニンキットに FB-DIMM を取り付けます。

8 ページの「FB-DIMM 構成の参照」を参照してください。

16 枚の FB-DIMM を取り付ける場合は、8 枚の FB-DIMM フィラーパネルをすべ
て取り外します。8 枚の FB-DIMM を取り付ける場合は、フィラーパネルを所定
の位置に取り付けたままにして、8 個の空きコネクタに FB-DIMM を取り付けま
す。
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9. 次の手順に従って、メモリーメザニンキットをシャーシの中に取り付けます。

a. メモリーメザニンキットのラッチが開いていることを確認します (図 1、パー
ト 1)。

メザニン構成部品の上側にくるように、レバーを互いに向かって回転させま
す。

b. メモリーメザニンキットとマザーボードの間のコネクタが正しくそろっている
ことを確認しながら、メモリーメザニンキットをマザーボードの上に下ろしま
す (図 1、パート 1)。

c. メモリーメザニンキットのラッチを閉じて、メモリーメザニンキットをシステ
ム内に固定します (図 1、パート 2)。

レバーがカチッと音を立ててシャーシにはめ込まれるまで、レバーを互いに離
れるように回転させます。

図 1 メモリーメザニンキットの取り付け
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10. 図 2 に示すように、メモリーメザニンのエアダクトを取り付けます。

図 2 メモリーメザニンのエアダクトの取り付け

11. メモリーメザニンキットが、キットの幅全体にわたって完全かつ均等に装着され
ていることを確認します。

図 3に示すように、両手の指先をエアダクトの平らな部分の中央部に広げ、しっ
かりと均等に押し下げてください。

図 3 メモリーメザニンキットが完全かつ均等に装着されていることを確認する

12. (省略可能) 出荷用留め具を取り付けます。

出荷用留め具は、2 番のプラスの脱落防止機構付きねじで固定されます。

メザニン構成部品が取り付けられた状態でサーバを運搬する場合は、出荷用留め
具を取り付ける必要があります。出荷用留め具が取り付けられているかどうかに
かかわらず、サーバは動作します。
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システムの再稼働
『SPARC Enterprise T5140 および T5240 サーバサービスマニュアル』の説明に従っ
て、次の手順を実行します。

1. 上部カバーを取り付けます。

2. サーバをラック内にスライドさせて戻します。

3. 電源ケーブルを接続します。

4. サーバに電源を入れます。

適切な取り付けの確認
1. システムの電源を入れたときに、障害 LED が点灯していないことを確認します。

2. ILOM インタフェースを使用して、システムコンソールにアクセスします。

詳細は、『SPARC Enterprise T5140 および T5240 サーバサービスマニュアル』を
参照してください。

3. ILOM の show faulty コマンドを使用して、メモリー障害が発生していないこ
とを確認します。

-> show faulty
Target              | Property               | Value
--------------------+------------------------+--------------------------------
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FB-DIMM 構成の参照
次の FB-DIMM 構成規則に従ってください。

■ マザーボードには、業界標準 FB-DIMM メモリーモジュールを取り付けるスロッ
トが 16 個あります。

■ メモリーメザニンキットを使用すると、16 個の追加スロットが使用可能になりま
す。

■ システム内の FB-DIMM はすべて同じ密度 (同じタイプ) にする必要があります。

■ メモリーメザニンキットを使用してさらに FB-DIMM を追加する場合は、その前
にマザーボード上のすべての FB-DIMM スロットに FB-DIMM が構成されている
必要があります。

これらの FB-DIMM 構成規則、図 4、および表 1 を参照して、サーバのメモリー構成
の計画に役立ててください。

メモリーメザニンキットは、次の構成をサポートしています。

■ FB-DIMM 24 枚 (グループ 1、2、3、および 4) (フル装備のマザーボード + メモ
リーメザニンキットの 8 個の FB-DIMM スロット)

■ FB-DIMM 32 枚 (グループ 1、2、3、4、および 5) (フル装備のマザーボード + フル
装備のメモリーメザニンキット)
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図 4 FB-DIMM の構成 (メモリーメザニンキット)

表 1 に、FB-DIMM FRU の名前と取り付けの順序について説明します。メモリーメザ
ニンキットの FB-DIMM は、陰付きで示されています。

表 1 FB-DIMM の構成 (SPARC Enterprise T5240)

ブランチ名 チャネル名 FRU 名 FB-DIMM コネクタ FB-DIMM の
取り付け順序*

CMP 0、
ブランチ 0

チャネル 0 /SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D0 J0500 1

/SYS/MB/CMP0/BR0/CH0/D1 J0600 2

チャネル 1 /SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D0 J0700 1

/SYS/MB/CMP0/BR0/CH1/D1 J0800 2

CMP 0、
ブランチ 1

チャネル 0 /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 J0900 1

/SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D1 J1000 2

チャネル 1 /SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D0 J1100 1

/SYS/MB/CMP0/BR1/CH1/D1 J1200 2
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CMP 1、
ブランチ 0

チャネル 0 /SYS/MB/CMP1/BR0/CH0/D0 J1800 1

/SYS/MB/CMP1/BR0/CH0/D1 J1900 3

チャネル 1 /SYS/MB/CMP1/BR0/CH1/D0 J2000 1

/SYS/MB/CMP1/BR0/CH1/D1 J2100 3

CMP 1、
ブランチ 1

チャネル 0 /SYS/MB/CMP1/BR1/CH0/D0 J2200 1

/SYS/MB/CMP1/BR1/CH0/D1 J2300 3

チャネル 1 /SYS/MB/CMP1/BR1/CH1/D0 J2400 1

/SYS/MB/CMP1/BR1/CH1/D1 J2500 3

CMP 0、
ブランチ 0

チャネル 0 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH0/D2 J0201 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH0/D3 J0301 4

チャネル 1 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH1/D2 J0401 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR0/CH1/D3 J0501 4

CMP 0、
ブランチ 1

チャネル 0 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH0/D2 J0601 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH0/D3 J0701 4

チャネル 1 /SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH1/D2 J0801 4

/SYS/MB/CMP0/MR0/BR1/CH1/D3 J0901 4

CMP 1、
ブランチ 0

チャネル 0 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH0/D2 J0201 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH0/D3 J0301 5

チャネル 1 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH1/D2 J0401 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR0/CH1/D3 J0501 5

CMP 1、
ブランチ 1

チャネル 0 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH0/D2 J0601 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH0/D3 J0701 5

チャネル 1 /SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH1/D2 J0801 5

/SYS/MB/CMP1/MR1/BR1/CH1/D3 J0901 5

* アップグレードパス: 表に示す順に各グループを挿入して DIMM を追加するようにしてください。

表 1 FB-DIMM の構成 (SPARC Enterprise T5240) (続き)

ブランチ名 チャネル名 FRU 名 FB-DIMM コネクタ FB-DIMM の
取り付け順序*
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